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:
Brightness grading

:
Voltage grading

:
Wave Length grading：

Code Min Max Unit Test conditions

Code Min Max Unit Test conditions

Code Min Max Unit Test conditions
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Typical Characteristics Curves

注：如无另外注明，测试环境温度为 ± ℃ ： ± ℃
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类别
测试项目

测试环境 测试时间 数量 失 效 数 量

耐久性测试

Endurance

test

工作寿命

Working life
Ta=25℃±5℃,IF=20mA 1000hrs 22 PCS 0/1

高温高湿实验

High temperature and

high humidity

experiment

Ta= 85±5℃, RH= 85～90% 1000hrs 22 PCS 0/1

高温储存

High-temperature

storage

环境温度Ta= 85±5℃ 1000hrs 22 PCS 0/1

低温储存

Low temperature

storage

环境温度Ta= -40±5℃
1000hrs 22 PCS 0/1

环境测试

Environmen

tal testing

冷热循环

Cold and hot cycle

100℃±5℃ ～ -40℃±5℃

30mins 5mins 30mins
100 Circles 22 PCS 0/1

冷热冲击

Hot and cold impact

105℃±5℃ ～ -45℃±5℃

5mins 5mins
100 Circles 22 PCS 0/1

机械测试

Mechanical

Test

耐焊接实验

Resistance to

Soldering Heat

焊锡温度T.sol= 250 ± 5℃ 2times 22 PCS 0/1

引脚折弯实验

Lead Integrity

Load 2.5N(0.25kgf)

0°~ 90° ~0°
3times 22 PCS 0/1
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Outline Dimension

备注 ：

1. 标注尺寸单位为毫米

2. 除特别标注外，所有尺寸允许公差 mm .
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Packaging

袋装

防潮抗静电包装

1000PCS/Bag
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1
Precautions (1)

应用 APPLY
此 可使用于一些普通的电子设备，例如办公设备，通信设备、房屋装饰，若LED用在一些可靠性要求较高的

情况下，如航空运输，交通控制及医辽器械时，一定需参考销售提供之资料进行使用。
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2
Precautions (2)

5.焊接 Weld
当焊接时，必需在胶体底部 以下进行焊接，在焊接时，应尽力避免浸渍LED胶体，在刚焊接完后，应避

免在引脚上加外力或者摇动LED胶体。
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��„ �� �Õ��体体Ǉm_wù䘀❕᠀u n _A儀c`䘀hcbd体接体
�，者引w

�/' �G65�Ë�¼7& �Q �Z�g

$=

�m65�€�¼�& �Õ�¼�&�ƒ �È�¼ 
>�5�Õ�Õ�F65�&�¼�Q �_完时接引完体Ð应避
�e��O�O�O �W者引完体Ð应避

�F�O�O �W

�ƒ �Ä�G �L'V�`�K�X�P �Z�F �Z�X �F�G �Q �Z�F�0 �Ç�P'V�`'V�`�K �F�  ���G ��€ �Z�O�Q�Q �Z�� ���X�P �Z�F�F�G �X �F�F� �Z�O �K� �X�K�ƒ �Ä�X�  ���ƒ �Ä�O'V�`�F�F�K � �Z�ƒ �Ä�F�0 �Ç�F�F�K#¨ $:�� �H �Q�O �G�X�O�Q�Q �Z���F�O�E �H�e� ���F�O�O�O�J �����O �G �L �P �Z�O �G�X�O�Q�Q �Z���F�O�E �H�F�O�O�H



11

3
Precautions (3)

Others：

*直接用手拿取产品不但会污染封装树脂表面，也可能由于静电等因素导致产品性能的改变。过度的压力也可能直接影响封装内部

的管芯和金线，因此请勿对产品施加过度压力，特别当产品处于高温状态下，例如在回 流焊接过程中。

*

* 的环氧树脂封装部分相当脆弱，请勿用坚硬、尖锐的物体刮、擦封装树脂部分。在用镊子夹取的时候也

应当小心注意。

*
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